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電子製造業流域

產品設計 晶片設計

基板設計 印刷電路 元件採購 機構件採購

晶圓刻製 半導體封裝 晶片測試

電子製造服務
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華泰電子股份有限公司
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電子製造的使用者

_____性電子 _____型電子

◼ 家用電器
◼ 娛樂播放設備
◼ 桌上/筆記型電腦
◼ 通訊工具(如：手機)
◼ 個人遊戲主機

◼ 自動化生產設備
◼ 零售POS機
◼ 博弈機台
◼ 軍事通訊或操作設備
◼ 航太通訊或操作設備
◼ 嵌入式電子設備(如：車載)
◼ 通訊服務基礎建設
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備註：圖取自於：寫點科普kopuchat
https://kopu.chat/2017/04/08/ic-industry/
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備註：圖取自於：科技部科技部人工智慧 半導體技術發展與創新
https://digi.ey.gov.tw/File/716139C4D023A8CF?A=C
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半導體產業鏈

IC 設計 晶圓Wafer製造

IC封裝及測試電子產品組裝

消費市場

IC晶片製造封裝

IP 設計 / IC 設計

IC / 晶圓製造

IC 封裝測試

◼ 製作半導體晶片 - 電路圖
◼ 規劃晶片上的功能以及區域分布，算術邏輯、記憶

功能、浮點運算、數據傳輸

◼ 將IC晶片設計商的電路圖轉移到晶圓上

◼ 包覆加工後的晶圓，使晶片與電子系統的電性連接
且易於裝配

◼ 確認IC成品功能、電性與散熱是否正常
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製作流程

IC 設計

晶圓製造
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組成microSD

microSD

Substrate

Wafer

Solder Ball Molding Compound

Film

Gold Wire
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製程介紹

Wafer Saw

晶圓切割

Die Attach

黏晶粒

Wire Bond

銲線

Wafer Grinding

晶圓研磨

Molding

封膠

Ball Placement

植球

Singulation

成型切單

Marking

印碼

Front-End 前段製程

Back-End 後段製程

Testing

測試
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Who Are We
認識華泰電子
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https://www.linkedin.com/company/%E8%8F%AF%E6%B3%B0%E9%9B%BB%E5%AD%90%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8
https://www.facebook.com/OSEjoinus
https://www.104.com.tw/company/14vys25k
https://www.ose.com.tw/
https://www.104.com.tw/company/14vys25k?jobsource=n104bank2
https://www.ose.com.tw/
https://www.facebook.com/OSEjoinus/
https://www.linkedin.com/company/華泰電子股份有限公司/
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客戶

需求 產品

報價

評估

交期

排程

規劃

進貨

拉料

生產

製造庫房

儲存

交付

出貨

客戶

付款

款項

兌現

客訴

追蹤

客戶

信任

業務 生管 採購

進料 製造 工程

品管 倉儲 財務

業助 生技 工管
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Ta k i n g o u t
makes notes beyond you’ve known
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